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每周资讯|央行：继续实施好适度宽松的货币政策；4月新能源汽车新车销量占有率达53.2%；弘信电子无锡建“Token工厂”.
1、 行业
央行：继续实施好适度宽松的货币政策
5月11日，央行发布2026年第一季度中国货币政策执行报告，报告指出，继续实施好适度宽松的货币政策。增强政策前瞻性灵活性针对性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好政策实施的力度、节奏和时机，加强货币财政政策协同配合，畅通货币政策传导机制，促进经济稳定增长和物价合理回升。灵活运用多种货币政策工具，保持流动性充裕和社会融资条件相对宽松，引导金融总量合理增长、信贷均衡投放，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。（财联社）


商务部新闻发言人就中美经贸磋商初步成果答记者问
 5月17日，中国商务部新闻发言人就中美经贸磋商初步成果答记者问称，目前，双方在经贸领域达成的初步成果主要有以下几方面：一是双方继续落实好前期磋商成果，并就有关关税安排形成积极共识。二是双方同意成立贸易理事会和投资理事会，讨论双方贸易投资领域各自关切。双方将通过贸易理事会讨论有关产品降税等问题，原则同意对同等规模的各自关注产品降税。三是双方将解决或实质性推动解决部分农产品非关税壁垒和市场准入问题。四是双方同意通过一定范围产品的相互降税等安排，推动扩大包括农产品在内等领域的双向贸易。五是双方就中方向美方采购飞机以及美方保障飞机发动机、零部件对华供应等达成有关安排，同意继续推进相关领域合作。(商务部)

央企“十五五”路线图敲定：国资委推动产业体系整体跃升
5月13日，国务院国资委党委召开专题会议，研究审议《中央企业“十五五”发展规划纲要》编制工作。会议强调，要在产业链强基补短、能源资源保障、前瞻产业布局等方向梯次部署一批标志性工程。推动中央企业产业体系整体跃升，一体推进传统产业转型升级和新兴支柱产业培育。(证券时报)

韩国将投入超1亿美元扶持中小企业，覆盖半导体产业
5月17日，韩国政府周日宣布，将投入1700亿韩元（约合1.133亿美元），扶持生产高端战略材料、零部件及装备的中小企业。此次扶持范围同时覆盖尖端半导体及相关产业。韩国产业部表示，该扶持项目旨在助力优质中小配套企业生产高科技产业链稳定运转所需的核心材料与战略物资，项目申报截止日期为7月17日。部门进一步说明，符合条件的企业新增本土设备投资，最高可获得30%至50%的资金扶持。今年韩国中央财政为此划拨1000亿韩元，较去年增加300亿韩元。产业部称，叠加地方政府配套资金后，整体扶持规模预计达1700亿韩元。（商务部）

2、 市场
今年以来我国未来产业布局提速
5月13日，央视网消息，今年以来，我国不断完善未来产业布局，一批前沿技术加快突破，新赛道培育扎实推进。今年以来我国未来产业布局提速。围绕通用人工智能、量子科技、原子级制造、清洁低碳氢等重点领域，国家已累计部署未来产业创新任务“揭榜挂帅”攻关任务100多项，建设一批典型应用场景。同时，系统布局一批未来产业重点领域制造业创新中心、中试平台等。(央视网)


4月我国新能源汽车新车销量占有率达53.2%
5月11日，中国汽车工业协会发布数据显示，2026年4月，我国新能源汽车产销分别完成132万辆和134.4万辆，同比分别增长5.5%和9.7%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的53.2%。整体来看，前4个月，汽车产销分别完成961.4万辆和957.4万辆，其中新能源汽车产销分别完成428.5万辆和430.4万辆；汽车出口312.7万辆，同比增长61.5%，其中新能源汽车出口138.4万辆，同比增长1.2倍。中汽协会副秘书长陈士华分析称，4月，我国汽车产销较去年同期小幅下降，累计产销降幅进一步收窄。“近期一系列政策举措释放积极信号，将有助于改善汽车内需市场，巩固外贸优势，推动行业稳定运行与高质量发展。”（界面新闻）

3、 企业
长鑫科技更新科创板IPO招股书，存储行情推动Q1业绩快速增长
5月17日，上交所官网显示，长鑫科技提交更新了财务资料后的招股说明书。其中的核心看点是，长鑫科技披露2025年度财务数据显示，该公司已于2025年实现首次年度归母净利润转正，同时今年一季度受益于存储行情，业绩大幅增长。（证券时报）

海光信息：为“能源电力行业第一届人工智能创新研发交流活动”提供算力支撑
5月15日，由中国电力企业联合会大数据与人工智能分会举办的“能源电力行业第一届人工智能创新研发交流活动”启动会成功举行，本届活动中，海光DCU将为研发团队提供高性能算力、大容量存储及大模型全流程服务，全面支撑集中式光伏及风电发电功率预测、风机叶片检测、电网检修及负荷预测、源储荷协同调控等20多个研发方向。（财联社）

三星电子开发下一代HBM封装技术 或用于智能手机等移动设备
5月15日，据科技媒体Trendforce报道，三星电子正在积极开发面向智能手机和平板电脑等移动设备的下一代HBM（高带宽内存）封装技术，旨在为移动端AI应用提供强大的算力支撑。该技术名为"多层堆叠FOWLP"，被视为三星此前VCS（垂直铜柱堆叠）技术的重大升级，有望将移动内存带宽提升15%至30%。（环球网）

弘信电子无锡建“Token工厂”
5月17日，弘信电子宣布与无锡高新区合作，共同建立一座大规模的“Token工厂”。这一合作项目旨在打造一个规模化、高性能的“国芯国模”算力集群新样板，以满足日益增长的算力需求。根据项目规划，无锡高新区的“Token工厂”首批将部署4台华为昇腾384超节点服务器。每套超节点服务器具备384卡算力规模，通过将4个384张GPU连接成一个超级集群，实现强大的计算能力。这一举措将为当地及周边地区的数字化转型和人工智能发展提供强有力的算力支持。（南方网）

中国巨石拟44亿元投建电子布项目
[bookmark: _GoBack]5月13日，全球玻纤龙头中国巨石公告披露，其拟投资44.31亿元，在江苏淮安建设年产5万吨电子纱暨3.2亿米电子布生产线。中国巨石相关人士在接受《中国经营报》记者采访时表示，本次规划建设的生产线，产品以7628型厚布、薄布及超薄布为主。根据公告，该项目选址江苏省淮安市涟水县新材料产业园，建设周期为1.5年，由中国巨石全资子公司巨石集团淮安有限公司实施。此前3月18日，中国巨石淮安基地年产10万吨电子级玻纤暨3.9亿米电子布生产线已成功点火。（光纤在线）

中钨高新：控股子公司拟投资1.825亿元新增高端微型精密刀具年产能1.5亿支
5月15日晚间公告，公司董事会审议通过了控股子公司深圳市金洲精工科技股份有限公司的“印制电路板用高端微型精密刀具技改扩能项目”，预计总投资1.825亿元。项目将在金洲公司现有厂房实施，建设期一年，第二年达产，新增高端微型精密刀具产能1.5亿支/年。经初步测算，项目投资财务内部收益率（所得税后）为16.48%。资金来源为金洲公司自有资金1.625亿元，银行借款0.2亿元。公告称，随着世界电子信息产业的发展，电子电路市场需求快速上升，印制电路用微型精密刀具有着良好的市场前景，金洲公司现有产能无法满足市场需求。（WIND）[image: 467b3544aa10c7b69a0d3f65ce8dd4d2]
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